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2019-3-29
1. 中華民國電子零件認證委員會活動
國際
(1) IECQ 2019年年會於4月8日至4月12日在新加坡舉行，本會將派代表團前往參加此一年度盛會，以展現我國積極參與國際組織事務的一貫態度，並將在年會中向各會員國代表介紹WG 08所執行之IECQ AQP活動，亦期望能為國內產業界帶來國際間的最新訊息。
國內
(1) IECQ汽車電子品質認可(Automotive Qualification Program, AQP)的程序規章(IECQ 03-3-2)於2013年公布之後，國內已陸續發出四項系列產品的認可證書。IECQ AQP是第三者產品認可，完成步驟及文件準備除了依據IECQ 03-3-2程序規章之外，可靠性試驗可依據AEC Q100系列或AEC Q200的汽車產業標準、汽車產業之客戶所指定的標準、其他國際或國家標準、及廠商標準，試驗完成符合標準之要求後，公司及認可產品將公佈於IECQ網站，以利產品的推廣。如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
2. 折疊手機是OLED與LCD的分水嶺
資料來源：新電子
是不是需要折疊手機，在手機用戶的體驗上見仁見智，但是無疑的是折疊手機為OLED顯示技術找出一個取代LCD的突破口。去年11月1日大陸柔宇搶先宣布發售全球第一支折疊手機FlexPai，一時間包括三星、小米、華為等手機大廠都傳出2019年推出折疊手機的消息，果不其然，三星在今年2月20日舊金山舉辦的10週年新品發表會上推出萬眾矚目的折疊手機Galaxy Fold、華為也於2月24日西班牙巴塞隆納MWC大會發表其折疊手機，雖然這些折疊手機價格都非常昂貴，但在手機市場逐漸飽和，5G通訊開始萌芽之際，折疊手機是刺激換機消費的一個話題。

雖然大家矚目的是手機功能的性價比，但從顯示面板發展的技術角度來看，關鍵性的零件「軟性OLED面板」技術的突破，是折疊手機能夠上市關鍵中的關鍵。軟性面板技術是液晶面板LCD與OLED爭奪市場的分水嶺，LCD由於光學特性的限制，無法做曲率半徑非常小的撓曲，因此OLED將以其可撓的特性在折疊手機應用勝出，並以此產品做基礎，逐步侵蝕LCD的市場，這個技術競爭，與當年LCD以筆記型電腦為產品基礎而將CRT擠出市場軌跡相仿。

OLED發展已近20年，以玻璃為基材的OLED技術，在三星的手機產品帶動下已經有一定的基礎，近年來，大陸在面板產業發展急起直追，LCD部分，產線已經來到10.5/11代，在OLED投入更是不遺餘力，規劃與興建中具有軟性OLED生產能力的生產線高達11條，顯示大陸對未來軟性OLED顯示發展的企圖心。因此，折疊手機的競爭除了是LCD與OLED的技術競爭外，背後也多少代表著韓國與大陸在軟性OLED技術的競爭。

下表是新聞發表的手機規格比較表，從折疊顯示屏幕的比較來看，這些屏幕在折疊方式、面板解析度有比較大的差異。FlexPai與Mate X採用的是外折方式，Galaxy Fold採用的是內折方式。兩者最大的差異在於面板在折疊處所受的應力大小，FlexPai跟Mate X的外折設計，其曲折半徑遠大於Galaxy Fold內折的半徑。當面板彎折，曲率半徑越小，則面板所受的應力越大，在這麼大的應力反覆彎折下，維持顯示器的光電特性不會衰減，在元件設計、材料選用上都是極大的挑戰，由此看來，Galaxy Fold的面板在可撓性上勝出。
	
	柔宇
	三星
	華為

	產品名稱
	FlexPai
	Galaxy Fold
	Mate X

	折疊面板設計
	外折
	內折
	外折

	折疊面板尺寸(吋)
	7.8
	7.3
	8

	解析度
	1920 * 1440
	2048 * 1536
	2480 * 2200

	手機疊合厚度(mm)
	15
	17
	11

	手機展開厚度(mm)
	7.6
	6.9
	5.4


面板解析度與製程能力有極大的關係，製程能力包括設備的能力與生產管理的能力。在OLED面板業，三星持續開發投入的時間最長，配合開發的設備廠也在三星帶領下累積豐富的經驗，這些都可呈現在解析度差異上。

外折設計還會面臨刮、磨的問題。過去玻璃蓋板承載著防刮、耐磨、甚至有防眩、抗反射、抗汙等功能，玻璃本身就非常硬，可以耐磨、耐刮，但改成可撓的塑膠蓋板後，耐磨、耐刮就面臨極大挑戰，外折設計，面板磨刮的機率高，因此面板蓋板的耐磨刮保護極為關鍵，從材料發展的角度來看，符合高柔性、高透光、耐磨刮特性的塑膠材料應用，外折疊的手機面板恐怕是第一個，因此，外折手機的產品耐用度，有待實際用戶的考驗。

綜觀軟性OLED在技術的難度，Galaxy Fold克服了內折小曲率彎曲的技術問題，並以內折設計來降低了耐磨刮的挑戰，而FlexPai選擇元件應力挑戰較寬鬆的大曲率彎曲外折設計，但磨刮問題則有待產品的市場考驗。

折疊手機是OLED與LCD技術發展的分水嶺，從產品的角度來看，折疊手機是否給用戶帶來全新的體驗見仁見智，但是從技術的角度來看，顯示器技術突破玻璃基材不可撓曲的特性，從折疊到卷曲的發展指日可待。

3. 清大突破全球首例自旋流解密MRAM關鍵瓶頸
資料來源：CTimes
由國立清華大學賴志煌教授與林秀豪教授所帶領的研究團隊，在科技部長期的支持下，研究MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory-磁阻式隨機存取記憶體)的特性、製程與操控，獨步全球，成功以自旋流操控鐵磁-反鐵磁奈米膜層的磁性翻轉，研究成果刊登於材料領域頂尖期刊《自然材料》(Nature Materials)。
MRAM是極被看好的後摩爾定律世代的記憶體。其結構有如三明治，上層是自由翻轉的鐵磁層，可快速處理資料，底層則是釘鎖住的鐵磁層，可用作儲存資料，兩層中則有氧化層隔開。當此二鐵磁層的磁化方向相同，是低電阻態，代表「1」 ；此二鐵磁層的磁化方向相反，是高電阻態，代表「0」。有別於目前的主流記憶體(SRAM 與 DRAM)，MRAM兼具處理與儲存資訊的功能，且斷電時資訊不會流失，電源開啟可即時運作，耗能低、讀寫速度快。

其中一個技術關鍵，就是如何操控釘鎖住的鐵磁層。若想要將鐵磁層的磁矩方向釘鎖住，只需「黏」上一層反鐵磁層即可，製成的鐵磁-反鐵磁膜層即可應用在磁記憶體上。此現象稱為「交換偏壓」，雖發現至今已超過60年，其應用性極廣，但背後的物理機制未明。而且交換偏壓的操控性極為有限。必須將元件升溫，然後於外加磁場下降溫，才能改變鐵磁層磁矩的釘鎖方向。

無論是外加磁場或是升降溫度，都與現有電子元件的操作格格不入。世界各研究團隊莫不希望突破此困境，尋求嶄新的操控技術。其中一個突破點，就是善用自旋流。電子具有電荷，也具有自旋：當電荷流動時，即會產生熟悉的電流，若有辦法驅動自旋流動，即可產生自旋流。

賴教授與林教授的團隊利用自旋流通過鐵磁-反鐵磁膜層，率先展示操控元件「交換偏壓」方向與大小的里程碑。此技術可與現有電子元件的操控與製程無縫接軌，是MRAM的大突破，為自旋電子學的發展帶來嶄新視野。

利用自旋流操控交換偏置乃全球首見，賴教授表示當初投稿時引發諸多質疑，審稿委員懷疑是元件溫度升高所致，與自旋流無關。由於團隊橫跨材料與物理領域，兼具實驗與理論的專業能力，在面對高難度的質疑與挑戰時，能夠跳脫框架思考，以極高的效率與執行力，清楚精確地回應相關的質疑與挑戰。

目前研究團隊將此突破性的發現，應用到其它結構的奈米膜層，陸續發現更多具影響力的結果，除了學術的貢獻外，經由科技部半導體射月計畫的連結，將對於國內記憶體產業發展有決定性的影響力。

這項技術在學理上的存取速度接近 SRAM，具快閃記憶體的非揮發性特性，平均能耗遠低於 DRAM，應用於嵌入式記憶體（Embedded Memory）極具潛力，隨著人工智慧、物聯網裝置與更多的資料收集與感測需求，MRAM的市場也將迅速成長。

4. 希捷攜手IBM用區塊鏈打擊假硬碟，從生產到最後一哩都可溯源
資料來源：數位時代
假硬碟氾濫日益猖獗，常見不少網友上網抱怨網購3TB硬碟，有的是送保修才發現是假貨，更慘的是宅配到府才發現是古董級阿嬤牌外殼，內容量僅30GB，為打假，硬碟龍頭希捷2018年宣佈與IBM聯手，用區塊鏈技術打擊假硬碟。
用區塊鏈打假硬碟的念頭是怎麼來的呢？希捷表示，2017年底IBM主動提出希望能共同探索區塊鏈在產品驗證速度提高可能性，雙方達成共識後2018年11月正式對外宣佈將利用IBM區塊鏈平台驗證硬碟產品來源，打擊仿冒問題。
從雙強宣佈合作至今約4個月時間，希捷接受《數位時代》提問表示，雙方的區塊鏈計畫正在進行概念驗證（Proof-of-Concept），目前已進行到最後階段，下一步會是實施複查（executive review），2019年年中左右會有結果，屆時會依評估結果來決定計畫的下一步。

對希捷而言，當供應鏈完成區塊鏈技術的導入，不僅可以打假，未來終端客戶將硬碟裝置部署在何處，做什麼運用，都能在鏈上查詢到，更便利掌握終端應用出處。
供應商都上鏈，製造到檢查真偽都靠它
區塊鏈該如何打擊仿冒？希捷表示，隨著硬碟在供應鏈中推移到不同階段，供應鏈中已獲權限的廠商，可以同步更新產品生命週期資料到鏈上，這意味許多中介單位過去點對點的資料交換，都將由單一分散式分類帳（single distributed ledger）取代。
所有供應鏈中已獲授權的廠商，可以掃描或使用一個腳本（script）來檢查裝置在區塊鏈分類帳中的歷史紀錄，也可以透過該硬碟的電子ID（eID）快速且安全地檢視特定硬碟在分類帳中的製造過程，如此就能立即確認這個裝置是否有仿冒疑慮。

希捷說，這個作法將可使整個價值鏈中獲得授權、擁有區塊鏈存取權限的成員，都能獲取到一樣的資料，過去則是：每個成員都只能看自己的資料庫，無法一覽硬碟製造過程的全貌。
同時，區塊鏈內含的資安模式，可以確保分類帳的資料修改都可以追溯到來源，且資料無法被覆寫，也就無法被偽造。

先從企業原廠客戶提供服務，打假速度提高
儘管利用區塊鏈紀錄生產流程很先進，但希捷也坦言，目前應用範圍會先從原廠（OEM）客戶提供起。這或許是因為消費者利用區塊鏈技術進行驗證還有一些難度，但至少在大規模採用的企業市場方面，硬碟防偽已經展開新升級。

希捷說，儲存產業的供應鏈很複雜，牽涉到供應商、經銷商、系統整合商、服務供應商及顧客，利用區塊鏈打擊假硬碟，可以幫助製造商、系統整合商以及商業客戶更方便的驗證硬碟的出處，透過區塊鏈技術最顯著的改善是識別驗證的速度和效率都大幅提升。

現階段的做法，為確認某產品的出處，硬碟供應鏈中每一個接觸點都建立了自有資料庫，必須透過與其他資料庫交叉參照，才能確認該裝置的製造履歷和真偽。

希捷舉例，當硬碟製造商賣產品給系統整合商時，硬碟製造端可能不太清楚硬碟會如何被運用、裝在哪個系統裡、最後出貨點在何處，但有了區塊鏈技術，供應鏈中每個獲授權成員都可以存取區塊鏈中的資料。也因資料從上到下都上鏈，客戶不但可鉅細靡遺地查核特定產品在整個生命週期中、從供應鏈源頭往下的每一個點所留下的足跡，更可以快速達成硬碟的完整製造履歷驗證。對希捷而言，不僅提高打擊硬碟真偽的確認效率，讓企業用戶更方便確認品質，另一方面，希捷也掌握了客戶動向的大數據，打通了客戶究竟把硬碟裝置在哪處？用處為何的最後一哩路。

5. 打造哆啦A夢的時光機，科學家用IBM量子電腦辦到了
資料來源：數位時代
現在透過IBM的量子電腦，已經成功完成時光倒轉的實驗，或許未來乘著哆啦A夢的時光機，將不再只是遙不可及的想像。如果有了時光機，你最想回到人生的哪一個當下？
穿越時空除了是許多電影、小說的熱門題材，更是科學家一直想突破的目標。現在透過IBM的量子電腦，已經成功完成時光倒轉的實驗，或許未來乘著哆啦A夢的時光機，將不再只是遙不可及的想像。

時間像一條單行道，量子運算能改變對時間的認知

這項由莫斯科物理技術學院（MIPT）所做的實驗，成功挑戰熱力學的第二定律，也就是熱力傳播過程不可逆的特性。

時間就像一條單行道，就是所謂「時間之箭（arrow of time）」的概念，意思是原因必然發生在結果之前。這可以用打撞球的情境想樣，當排成三角形的撞球被白球打散後，將不會再回到原本的狀態；打水漂也是一樣的道理，把手中的石頭往水面上丟擲後，石頭會朝施力方向前進形成漣漪，並不會在過程中重新回到手中，就像人類不可能返老還童一樣。

但是量子力學與傳統物理完全不同，在強大的運算能力下，可能會發生因果不對稱的結局，極有可能改變世界你我對於時間的認知，既定的法則將可以被打破。

機率達85%，讓時間順序消失於無形

為了營造時光倒流的環境，研究人員的秘密武器就是IBM的量子電腦技術。簡單來說，實驗人員在量子電腦控制的環境下，可以讓被打亂順序的電子，回到被打亂前的位置與狀態，就好像能讓丟擲出去的石頭，按照原先的路徑重新回到丟擲者的手中一樣。

一般電腦（包括桌機、筆電、平板、智慧型手機）都採用二進位制的計算單位「位元（bit）」，意思是0與1的二分法，一次只會出現0或是1單一種狀態，也就是「yes/no」形式；量子電腦則採用「量子位元（qubit）」，這種計算方式有「疊加（superposition）」特性，可以同時出現0與1，產生00、01、10、11的疊加狀態，也就是「yes/no/both」形式。

正因為量子物理定律可以允許同時出現多個狀態，在面對相對複雜的問題時，量子電腦一直被認為，擁有比傳統電腦更快解決問題的能力。

為了在實驗中能夠觀察電子歸位的狀況，科學家會先標記電子在環境中的位置，接著會讓電子被打散，透過量子電腦改變環境特性，0與1之間的疊加不斷改變狀態，所謂的「順序」將消失於無形，最後再透過程式的設定，讓量子位元的狀態回到最初的樣貌。

參與這項研究的 Gordey Lesovik博士表示：「從旁觀者角度來看，時間就像向後倒退一樣，我們用人工方式，做出了一個跟時間之箭（arrow of time）相反的狀態。」

科學家表示，除非是透過像量子電腦這類的超級系統（Supersystem）控制環境，否則在一般正常的狀態下，物體不太可能做到扭轉時間順序。研究報告中指出，如果在實驗中使用 2個量子位元（Qubit），能夠「扭轉時間」的機率就高達85%，未來若能持續提升機率，或許離「時光機」問世的那天也就不遠了

6. ECHA提出SVHC新名單公開諮詢
資料來源：全國公證檢驗股份有限公司
歐洲化學總署(ECHA)於2019年3月12日展開為期45天的3項SVHC公開徵詢，徵詢將於2019年4月29日關閉。

如果徵詢期間沒有收到反對意見時，此批物質可能於2019年6月正式納入「候選清單」中。
	物質名稱
	EC No.
	CAS No.
	原因
	用途

	2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)
2,3,3,3-四氟-2- (七氟丙氧基)丙酸，即其鹽類與鹵化醯類 (包括它們各自的異構物及其組合)
	--
	--
	人類健康和環境危害
(第57 f條)
	PFOA的替代物、含氟聚合物助劑、纜線和PTFE塗層

	2-methoxyethyl acetate
2-甲氧基乙酸乙酯
	203-772-9
	110-49-6
	生殖毒性
(第57 c條)
	溶劑、加工助劑、半導體、紡織印刷、油漆等

	Tris (4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)三(4-壬基苯基，支鍊和直鏈)亞磷酸酯(TNPP) (4-壬基酚4-NP，支鍊和直鏈濃度≥ 0.1％重量比)
	--
	--
	內分泌干擾
(第57 f條)
	聚合物抗氧化劑、UV安定劑、建築材料、窗簾、油漆、黏合劑等


7. 新版IEC標準公佈
資料來源：IEC
IEC 60086-4:2019 PRV-主電池(primary batteries)-第4部分：鋰電池的安全性
IEC 60364-5-53:2019-低電壓電氣裝置-第5-53部分：電氣設備的選擇與安裝-安全、獨立、開關、控制與監控的保護裝置
IEC 62271-209:2019-高電壓開關與控制器-第209部分：額定電壓52kV以上氣體絕緣金屬封閉開關設備的電纜連接-充液與擠壓絕緣電纜-充液與乾式電纜終端
IEC 63075:2019-額定電壓6kV至500kV的超導體交流電力電纜與其附件-測試方法與要求
IEC TS 63070:2019-超音波-場特性-決定在組織模擬(tissue-mimicking)材質與在靜止空氣中之轉換器輻射表面溫度提升的紅外線成像技術
IEC 60825-12:2019-鐳射產品的安全性-第12部分：使用於資訊傳輸之自由空間光通訊系統的安全性
IEC TR 62629-41-1:2019-3D顯示裝置-第41-1部分：全像顯示器的一般介紹
IEC 62951-7:2019-半導元件-可撓與可伸半導體元件-第7部分：可撓有機半導體薄膜封裝之阻隔功能特性的測試方法
IEC 61400-1:2019-風力發電系統-第1部分：設計要求
IEC 60904-3:2019-光電裝置-第3部分：且有光譜輻射數據的地面光電太陽能裝置的量測原理
IEC 60364-8-1:2019-低電壓電氣裝置-第8-1部分：功能方面-能源效率

IEC 62496-4-1:2019-光迴路板-第4-1部分：介面標準-使用單路12通道PMT連接器之終端波導OCB組件
IEC 60335-2-96:2019 PRV-家庭用與似類電器-安全性-第2-96部分：室內加熱用可彎薄板加熱元件的特殊要求
IEC 62443-4-2:2019-工作自動化與控制系統的安全性-第4-2部分：IACS組成的技術安全要求
IEC 60335-2-2:2019 PRV-家庭用與類似電器-安全性-第2-2部分：真空吸塵器與吸水清潔器的特殊要求

IEC 60068-2-82:2019 PRV-環境測試-第2-82部分：測試-XW1測試：用於電子組件之零件與部件的觸鬚測試法
ISO/IEC 21823-1:2019-物聯網(IoT)-物聯網系統的互操作性-第1部分：框架
※如需購買IEC或其它國際標準，可洽國內代理銷售單位電機電子環境發展協會※
※詳情請見該會網站：http://www.ced.org.tw/Standard.aspx※
8. 教育訓練資訊：
(1)TÜV Rheinland
課程名稱：QC 080000:2017 條文說明課程
時間及地點：108年4月29日 台北
報名方式：線上報名

報名網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=1550&language=zh-TW
詳情請洽：(02)2172-7000分機1197或mira.chen@tuv.com陳小姐
課程名稱：IRCA認可ISO9001:2015品質管理系統主任稽核員培訓課程
時間及地點：108年5月20日~24日 台北
報名方式：線上報名

報名網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=1542&language=zh-TW
詳情請洽：(02)2172-7000分機1197或mira.chen@tuv.com陳小姐
(2)DNV(GL
課程名稱：靜電放電防護ESD S20.20:2014精解及實務
時間及地點：108年6月24日 高雄

108年8月1日 台北
報名方式：下載報名表填寫後傳真至(02)8253-7666
下載網頁：www.dnvgl.com.tw/training/page-65098
詳情請洽：(02)8253-8117、Yun.Ting.Tina.Tsai@dnvgl.com蔡小姐
課程名稱：ISO 9001:2015改版實務解析
時間及地點：108年5月9日 台北

108年6月19日 台中

108年8月12日 高雄

108年9月3日 台北
報名方式：下載報名表填寫後傳真至(02)8253-7666
下載網頁：www.dnvgl.com.tw/training/page-44607
詳情請洽：(02)8253-8117、Yun.Ting.Tina.Tsai@dnvgl.com蔡小姐
(3)TÜV SÜD
課程名稱：ISO 9001:2015 品質管理系統及ISO 14001:2015環境管理系統內部稽核員訓練
時間及地點：108年6月3日~5日 台北

108年6月3日~5日 台中

108年6月25日~27日 高雄

108年9月9日~11日 台北

108年9月9日~11日 台中

108年9月17日~19日 高雄

108年12月9日~11日 台北

108年12月6日~11日 台中

報名方式：線上報名

報名網頁： www.tuv-sud.cn/cn-tcn/resource-centre/events/seminar/ac-ms-iso-9001-iso-14001-internal-auditor-training
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw  林小姐
課程名稱：量測儀器校驗管理
時間及地點：108年4月22日 高雄

108年6月18日 台中

108年6月20日 台北

108年7月23日 台中

108年8月19日 台北

108年10月22日 台北

108年11月19日 台中
報名方式：線上報名

報名網頁：tuv-sud.cn/cn-tcn/resource-centre/events/seminar/equipment-verified-08
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw林小姐
(4)英商勞氏檢驗
課程名稱：IATF 16949:2016內部稽核員
時間及地點：108年4月8日~10日 新竹
報名方式：線上報名

詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐

課程名稱：IRCA ISO 9001:2015主任稽核員
時間及地點：108年5月6日~10日 台北

報名方式：線上報名
詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
(5)TUV NORD
課程名稱：ISO 9001:2015 品質系統內部稽核員訓練課程

時間及地點：108年4月22日~23日 台中

108年5月13日~14日 高雄

108年6月24日~25日 台北
報名方式：線上報名或回傳報名表

報名網頁： www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=19
詳情請洽：(02)2378-0578分機52或schen@tuv‐nord.com陳小姐

課程名稱：QC 080000:2017 內部稽核員
時間及地點：108年4月25日~26日 高雄
108年4月29日~30日 台中
108年6月27日~28日 台北
報名方式：線上報名或回傳報名表

報名網頁： www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=31
詳情請洽：(02)2378-0578分機52或schen@tuv‐nord.com陳小姐

(6)DQS
課程名稱：ISO 14001 & OHSAS 18001系統內部稽核員訓練

時間及地點：108年5月2日~3日 新竹

詳情請洽：(04) 2528-8761或hazel.chen@dqs.tw陳小姐(DQS)

課程名稱： IATF 16949 內部稽核員訓練

時間及地點：108年6月24日~26日 新竹

詳情請洽：(04) 2528-8761或hazel.chen@dqs.tw陳小姐(DQS)
(7)工業技術研究院
課程名稱：新版ISO/IEC 17025:2017新增要求簡介
時間及地點：108年5月29日 新竹

108年7月31日 新竹
報名方式：線上報名
報名網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=F567DA0FAED6CD91
詳情請洽：(03)5743- 706 陳小姐
課程名稱：工業實驗設計(DOE)實務應用基礎班
時間及地點：108年5月23日 新竹

報名方式：線上報名
報名網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=EA3B94F5B37DDAD1
詳情請洽：(03)5743-810 李小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公佈為準※
9. 國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在IECQ可在我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)執行IECQ驗證稽核之驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下：
AFNOR:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
ARES:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
BSI: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)、航太電子認可(ECMP)、反仿冒認可(CAP)
DEKRA:獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
DNV(GL:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP) 、反仿冒認可(CAP)
DQS:IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)及產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
LCIE BV: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、產品認可(QA、CA)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)
LR Taiwan:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)
TUV NORD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
IECQ組織認可之可靠性獨立試驗室:財團法人台灣電子檢驗中心(ETC)、閎康科技股份有限公司
首頁照片來源：公眾領域授權

※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447

e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
Web:http://www.cteccb.org.tw/[image: image1.png]
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